Ficha Técnica

pLasticos [l crrrere

ARRAGLAS

Estabilidad dimensional al calor

Las placas PS pueden ser expuestas brevemente a
temperaturas de 80°C sin deformarse ni contraerse.

En exposicion prolongada no debe sobrepasarse la tem-
peratura de 80-85°C. A esta temperatura el material no
presenta fragilizacion.

Stress cracking (fisuracion bajo tensiones)

Como consecuencia de la combinacién de presién o de

tensiones y ataques quimicos, pueden aparecer con el

tiempo fisuras en funcién de la intensidad de la tensidn, del

agente quimico, y del espesorde la placa.

Stress cracking en el caso de las mamparas de bafio

Tension: Presion que ejerce el perfil de aluminio sobre la

placa.

Agentes quimicos: Los puede haber de trestipos.

- Lubricantes externos: Elementos para ayudar a la

insercion de la placa en el perfil como vaselina, aceite,

silicona, etc.

Agentes de limpieza del aluminio: Desengrasantes que

se usan para la limpieza del aluminio una vez montada

lamampara

- Aditivos del burlete de PVC: Plastificantes derivados del
acido ftalico que se usan para dar ductilidad al PVC,
este plastificante migra ala superficiey atacaal PS

Recomendaciones para evitar laformacion defisuras

- Nosometerlaplacaauna presidn excesivaenlajunta

- Cortelimpiodelaplaca ®pS

- Noutilizar lubricantes para colocar lajuntay mucha

atencion si se limpia el aluminio después de montada la
mampara, utilizar un producto que no afecte alaplaca

- Eleccién correcta del elemento de sellado

Serecomienda

- Burlete de Polietileno+Etil Vinil Acetato (PE+EVA)

- Burlete de caucho desilicona

- Cordénorelleno de silicona caliente neutra

No serecomienda

- Burlete de PVC, en especial con plastificante derivado del
acido ftlico

Se obtiene mejor resultado con plastificante polimérico.

Envejecimiento

Las placas ®PS estan estabilizadas al envejecimiento
que pueda provocar el oxigeno del aire y las temperaturas
elevadas (hasta un maximo de 80°C). En locales donde haya
condiciones normales de temperatura e iluminacién las
placas ®PS conservan durante afios su aspecto y
aptitud de servicio.

En exposicidn a la intemperie, el deterioro de las placas es
provocado por el componente ultravioleta de la luz solar que
incide directamente sobre las mismas, por lo que no se
aconsejan para un uso prolongado en el exterior. El enve-
jecimiento se pone de manifiesto por el progresivo amarilleo
y la pérdida de brillo de la superficie junto con una dismi-
nucién de las propiedades mecanicas de las placas.

CARACTERISTICAS ESTANDAR DE LA RESINA DE PS
NORMAJUNIDAD | VALOR

FiSICAS

Densidad 1SO 1183 g.cm® 1,05
MECANICAS

Resistencia a la traccién hasta la deformacion ISO 527 MPa (*)
Resistencia a la traccion hasta la rotura 1SO 527 MPa 59
Alargamiento hasta la rotura 1SO 527 % 3
Modulo de elasticidad en traccién 1SO 527 MPa 3.250
Resistencia a la flexion 1SO 178 MPa 106
Resistencia al impacto Charpy con entalla 1SO 179 ki/m’ 1,47
Resistencia al impacto Charpy 1SO 179 k/m’ 16
Dureza a la presion de la bola 1SO 2039 MPa 150
OPTICAS

Transmision de luz ASTM D-1003 % 89
Refraccién ASTM D-542 1,591
TERMICAS

Temp. maxima de utilizacién en continuo °C 80
Temp. reblandecimiento VICAT (10 N) 1SO 306 °Cc 106
Temp. reblandecimiento VICAT (50 N) 1SO 306 °c 101
Temp. reblandecimiento HDT A (1,8 Mpa) 1SO 75-2 °c 86
Temp. reblandecimiento HDT B (0,45 Mpa) 1SO 75-2 °c 98
Coeficiente de expansion lineal 1SO 75-2 x10°/°C 8

Estos datos corresponden a valores de la materia prima.

(*) No aplicable
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RESISTENCIA QUIMICA
PRODUCTO QUIMICO COMPORTAMIENTO

| SATISFACTORIO | REGULAR | INSATISFACTORIO

Aceite Mineral X

Aceite Vegetal X

Acetona X
Acido Acético X

Agua X

Aguarras X
Amoniaco X

Detergentes X

Etanol X

Gasolina X
Glicerina X

Metanol X

Tolueno X

REACCION AL FUEGO
PAIS | NORMA | cLasiFicacion
FRANCIA NFP 92-507 M4
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Manipulacion

Limpieza

Puede emplearse unasolucion de detergente neutroy agua. Paraello,
limpiar y secar siempre con un pafio suave ejerciendo muy poca
presion.

Corte

ilmportante!

No quitar el film protector de las placas antes de proceder al corte y
una vez realizado éste, eliminar por soplado o aspiracion la viruta que
se haya ocasionado.

Corte manual

El corte debe hacerse usando una sierra de hoja fina y sujetando bien la
placa paraevitar vibraciones. Los dientes deben estar bien afilados.
Corte con cuchilla

En el corte de cuchilla, ésta debe pasarse varias veces hasta conseguir
la profundidad deseada (como minimo hasta la mitad del espesor),
aplicando una presién uniforme.

La placa debe estar bien sujeta para evitar el deslizamiento. Después,
colocar la placa sobre una superficie plana y ejercer una pequefia
presién hasta la rotura de la misma. Puede utilizarse papel de lija para
eliminar las rebabas del corte.

Corte consierra

Recomendaciones de corte para placas ®ps

-Didmetro del disco: 350-400 mm

-N2dedientes: 84-106

-Velocidad de giro: 2.800-4.500 rpm

-Velocidad de avance: 12-18 m/min

Tipos de dientes

Dientes alternos o dientes combinados rectoy trapecial.

Las placas deben estar bien sujetas para evitar que se levanten al
pasareldiscoy provoquen grietas.

Lavelocidad de traslacién debe serlo mas uniforme posible.

Es necesario afilar regularmente los discos.

Pulido

Se necesita un cepillado previo para eliminar las marcas de corte del

disco desierra.

Pueden utilizarse

- Discos rotatorios de tejido rigido con pasta de pulir

-Discos rotatorios de tejido suave con pasta de pulir para el
acabadofinal

Taladrado

Se pueden utilizar las brocas para metales y madera. A mayor
diametro, menor velocidad.

Utilizar un didmetro del agujero (aprox. 1,5 mm) mayor que el tornillo
en prevision de la dilatacion de la placa.

La placa debe estar bien sujeta para prevenir roturas. Puede utilizarse
un objeto punzante para iniciar la perforacion. Asimismo, para
refrigerar es Gtil utilizar agua o aire.

Encolado

ilmportante!

Para evitar burbujas de aire, dejar reposar la cola durante un tiempo

hasta que no se aprecien burbujas en ella antes de ser aplicada.

Disolventes

Pueden utilizarse diferentes disolventes para el encolado de placas
‘®PS. El mas habitual es el MEK (metil-etil-cetona). En general

pueden utilizarse disolventes aromaticos. Estos disolventes pueden

aplicarse con unajeringuillaoun pincel. Unadhesivoideal esuna
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mezcla compuesta de dos partes de cloruro de metilenoy una parte de
tolueno. Para facilitar el encolado se puede afiadir un 10% de retales
de PSalamezclaparaespesar el adhesivo.

Antes de proceder al pegado de las placas es necesario desengrasar las
superficies a encolar con alcohol.

Pegamentos

Son adhesivos libres de disolventes, con dos componentes basados en
poliuretanos. Son transparentes, no huelen y no atacan al plastico.
Permiten unir diferentes plasticos entre si y también plasticos con otros
materiales como vidrio, aluminio, acero, etc.

Soldadura

Las placas ®PS pueden ser soldadas por ultrasonidos o
impulsos térmicos. La calidad de la soldadura sera tanto mejor cuanto
menor sea la distancia entre los sonotrodos. No es posible la soldadura
con alta frecuencia debido a que el material tiene pérdidas dieléctricas
bajas.

Termoformado

Hay que controlar las tensiones que pueden generarse con este
procesoy que pueden llegar a provocar una fuerte tensofisuracion.

Las temperaturas de termoformado al vacio tienen que estar a partir
de 120°C, con estiraje previo neumatico o mecénico.

Todos los productos llevan un film para proteger la superficie
de posibles dafios durante la produccion y transporte. Este film
protector no estd preparado para soportar altas temperaturas, por lo
cudl debe ser retirado antes de proceder al termoformado o al doblado
encaliente.

Doblado

Calentar localmente la placa con una resistencia eléctrica y proceder al
doblado rapidamente. Es conveniente enfriar la parte de la placa
cercanaalalineadedoblado.

Para el doblado de placas gruesas es conveniente calentar la placa por
ambos lados y sujetarla bien después del doblado para mantener la
posicién exacta. Con el tiempo, es posible la aparicion de pequefias
fisuras en la parte doblada. Recomendamos que el radio mas pequefio
seaeldoble delgrosordelas placas.

Todos los productos llevan un film para proteger la superficie de
posibles dafios durante la produccion y transporte. Este film protector no
estd preparado para soportar altas temperaturas, por lo cudl debe ser
retirado antes de proceder al termoformado o al doblado en caliente.

Decoracion

La superficie de la placa debe estar limpia y exenta de grasa, agentes
de desmoldeo o cualquier otra contaminacion. Para desengrasarla se
puede utilizar una mezcla de 50/50 de isopropano e isobutanol.

Las placas ®PS pueden ser facilmente impresas, lacadas y
pintadas con una amplia gama de productos. También pueden ser
decoradas por serigrafia, litografia, metalizacion o marcado en
caliente. Es necesario asegurarse que la placa ®PS no sera
atacada por los disolventes incorporados a las lacas o barnices y
consultar a los fabricantes de pinturas sobre los productos adaptados
al recubrimiento del PS.

Metalizacién al vacio

Las placas ___®PS pueden metalizarse al vacio. Es importante
destacar que el acabado obtenido dependera del brillo superficial que
tenga la placa antes de dicho proceso.

Retirar el film impreso justo antes de imprimir para evitar que la
superficie pueda sufrir algun dafio.
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